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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs & des questions & I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi ceite publication, ainsi que la ligte des
publications etablles se trouvent dans les doc
dessous:

o «Site web» de la CEI*

s Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mjs & jour régulié
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI

Terminologie, s
et littéraux

7: Symboles littéraux a
g , la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sut le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEIl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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incorporating amendments 1 and 2.
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Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: [International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Lefter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Troisiéme partie: Matériaux spéciaux utilisés en association avec Jes circuits imprimés

SPECIFICATION N° 1: FEUILLE PREIMPREGNEE UTILISEE COMME MATERIAU
DE COLLAGE DANS LA FABRICATION DES CARTES IMPRIMEES MULTICOUCHES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne fes questiong/techniques, R
ot sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant & ces questions, exprinteni da gpande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la C
dans leurs régles nationales le texte de la recommandati
permettent. Toute divergence entre la recommandatid
mesure du possible, étre indiquée en termgs claixs daps’cey

Elle constitue la déuxiémg Ublication 249-3 de la CEI. La Publication 249-3A de la CEI
(1976) reste iabl : lors d¥une halge révision, elle sera numérotée 249-3-2.
1oy 1§ réunion tenue a Baden-Baden en 1979. A la suite de cette

Central) 196, fut soumis a I’approbation des Comités nationaux

pays ci-aprés se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

& du Sud (République d’) Hongrie
Israél
Italie
Japon
Belgique Pays-Bas
Bulgarie Roumanie
Chine Royaume-Uni
Corée (République de) Suede
Danemark Suisse
Egypte Turquie
Espagne Union des Républiques
France Socialistes Soviétiques

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication n°® 249-1: Matériaux de base pour circuits imprimés, Premiére partie: Méthodes d’essai.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 3: Special materials used in connection with printed circuits

SPECIFICATION No. 1: PREPREG FOR USE AS BONDING SHEET MATERIAL
IN THE FABRICATION OF MULTILAYER PRINTED BOARDS

FOREWORD

which all the
international

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by feth
National Committees having a special interest therein are represented, express, @
consensus of opinion on the subjects dealt with.

sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses /the 18 2 National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so\far a
between the IEC recommendation and the corresponding na 3
in the latter.

be renumbered as -3-1
A first draft was 5

draft, Document 52

Japan
Korea (Republic of)
Netherlands
Romania
China South Africa (Republic of)
Denmark Spain
Egypt Sweden
France Switzerland
Germany Turkey
Hungary Union of Soviet
Israel Socialist Republics
Italy United Kingdom

Other I EC publication quoted in this standard :
Publication No. 249-1: Base Materials for Printed Circuits, Part 1: Test Methods.
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—6—
MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Troisiéme partie: Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits imprimés

SPECIFICATION N° 1: FEUILLE PREIMPREGNEE UTILISEE COMME MATERIAU
DE COLLAGE DANS LA FABRICATION DES CARTES IMPRIMEES MULTICOUCHES

1. Domaine d’application

La présente spécification énumére les propriétés exigées de deux types de tissu de verre imprégné
de résine époxyde semi-polymérisée a I’état B utilisés pour assembler des circuits imprimés réalisés
a partir de feuilles de stratifiés métallisés pour obtenir des cartes imprimées multicouches.

2. Désignation

Type G: tissu de verre imprégné de résine époxyde pour usgge
Type GF: tissu de verre imprégné de résine époxyde a inflam

3. Matériaux et composition
3.1 Généralités

La feuille de collage est composée d un tissu d¢ verreimp gn d e époxyde semi-polymérisée

a I’état B. L’inflammabilité du matéria
paragraphe 4.3.2.

3.2 Tissu de verre

3.2.1 Généralités

qualité électriq
Le tissu doit €

3.2.2 Pro

sont données dans le tableau suivant:

Propriétés de quelques tissus de verre avant imprégnation

Epaisseur Masse nominale Nombre nominal de fils
nominale par unité de surface (fils de chaine et fils de trame)
(um) (g/m?) (fils au cm)
25 20 24 x 20
50 47 24 x 19
75 71 16 x 15
75 84 24 x 25
100 109 24 x 23
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